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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高い接着力を有し、初期及び経時のいずれにお
いても優れた導電性を備えている導電性粘着シートの提
供。
【解決手段】粘着剤層２を有する導電性粘着シート１０
であって、前記粘着剤層は、第１の導電性フィラー３、
第２の導電性フィラー４、及び粘着剤を含有し、前記第
１の導電性フィラー３の形状が鱗片状であり、前記第１
の導電性フィラー３と前記第２の導電性フィラー４との
形状が異なり、前記第１の導電性フィラー３の含有量が
、前記粘着剤の固形分１００質量部に対して、５５質量
部以下である導電性粘着シートを提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粘着剤層を有する導電性粘着シートであって、
　前記粘着剤層は、第１の導電性フィラー、第２の導電性フィラー、及び粘着剤を含有し
、
　前記第１の導電性フィラーの形状が鱗片状であり、
　前記第１の導電性フィラーと前記第２の導電性フィラーとの形状が異なり、
　前記第１の導電性フィラーの含有量が、前記粘着剤の固形分１００質量部に対して、５
５質量部以下であることを特徴とする導電性粘着シート。
【請求項２】
　前記第１の導電性フィラーが、鱗片状金属粒子、グラファイト、及び鱗片状基材に金属
被覆した鱗片状粒子の少なくともいずれかである請求項１に記載の導電性粘着シート。
【請求項３】
　前記第２の導電性フィラーが、球状又はフィラメント状金属粒子である請求項１から２
のいずれかに記載の導電性粘着シート。
【請求項４】
　前記第１の導電性フィラーの前記粘着剤層中の含有量Ａと前記第２の導電性フィラーの
前記粘着剤層中の含有量Ｂとの質量比（Ａ／Ｂ）が１／１以上１／５以下である請求項１
から３のいずれかに記載の導電性粘着シート。
【請求項５】
　前記第１の導電性フィラーの含有量が、前記粘着剤の固形分１００質量部に対して、５
質量部以上５０質量部以下である請求項１から４のいずれかに記載の導電性粘着シート。
【請求項６】
　前記第２の導電性フィラーの含有量が、前記粘着剤の固形分１００質量部に対して、５
質量部以上５０質量部以下である請求項１から５のいずれかに記載の導電性粘着シート。
【請求項７】
　前記粘着剤が（メタ）アクリル重合体を含有するアクリル系粘着剤である請求項１から
６のいずれかに記載の導電性粘着シート。
【請求項８】
　導電性基材を有する請求項１から７のいずれかに記載の導電性粘着シート。
【請求項９】
　導電性粘着シートの一方の面に銅箔を貼付した後、１５ｍｍ幅×１００ｍｍ幅のサイズ
に裁断し前記導電性粘着シートの他方の粘着剤層に２枚のスズメッキ板をそれぞれ貼付面
積が１５ｍｍ×１５ｍｍとなるよう貼付して作製した試験片について、測定した初期の抵
抗値と、前記試験片を２３℃下で１６８時間放置した後測定した抵抗値とから求めた、抵
抗値の変化率［（１６８時間放置後の抵抗値／初期の抵抗値）×１００］が２５０％以下
である請求項１から８のいずれかに記載の導電性粘着シート。
【請求項１０】
　電気又は電子機器の内部及び外部における電磁波シールド用及びアース用の少なくとも
いずれかに用いられる請求項１から９のいずれかに記載の導電性粘着シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導電性粘着シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　導電性粘着シートはその取扱いの容易さから、電気又は電子機器等から輻射する不要な
漏洩電磁波のシールド用、他の電気又は電子機器から発生する有害な空間電磁波のシール
ド用、静電気帯電防止のアース用などに使用されており、近年の電気又は電子機器の小型
化及び薄膜化に伴い、これらに用いられる導電性粘着シートも薄膜化及び小型化が求めら
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れている。
【０００３】
　前記導電性粘着シートとしては、例えば、導電性基材上に、金属フィラーを粘着性物質
中に分散させた導電性粘着剤からなる粘着剤層を有する粘着シートが提案されている（例
えば、特許文献１参照）。
　また、１５μｍ以上５０μｍ以下の粒径範囲の粒子群からなる大径導電性粒子と、１μ
ｍ以上１２μｍ以下の粒径範囲の粒子群からなる小径導電性粒子とを含有する粘着剤層を
有する導電性粘着テープが提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１８－５３１０２号公報
【特許文献２】特許第６１０６１４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記特許文献１に記載の粘着シートは、導電性粒子として金属フィラー
を添加しているため経時で剥がれが生じやすくなり、接点が減少することによって経時に
おいて導電性が低下するという問題がある。
　また、前記特許文献２に記載の導電性粘着テープは、２種類の球状の導電性フィラーの
みを用いていることから、低抵抗値を実現するには配合する導電性フィラーの量を多くす
る必要があり、その結果、接着力が低下してしまうという問題がある。
　本発明は、高い接着力を保持しつつ、初期及び経時のいずれにおいても優れた導電性を
有する導電性粘着シートを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するための手段としては、以下の通りである。
　＜１＞　粘着剤層を有する導電性粘着シートであって、
　前記粘着剤層は、第１の導電性フィラー、第２の導電性フィラー、及び粘着剤を含有し
、
　前記第１の導電性フィラーの形状が鱗片状であり、
　前記第１の導電性フィラーと前記第２の導電性フィラーとの形状が異なり、
　前記第１の導電性フィラーの含有量が、前記粘着剤の固形分１００質量部に対して、５
５質量部以下であることを特徴とする導電性粘着シートである。
　＜２＞　前記第１の導電性フィラーが、鱗片状金属粒子、グラファイト、及び鱗片状基
材に金属被覆した鱗片状粒子の少なくともいずれかである前記＜１＞に記載の導電性粘着
シートである。
　＜３＞　前記第２の導電性フィラーが、球状又はフィラメント状金属粒子である前記＜
１＞から＜２＞のいずれかに記載の導電性粘着シートである。
　＜４＞　前記第１の導電性フィラーの前記粘着剤層中の含有量Ａと前記第２の導電性フ
ィラーの前記粘着剤層中の含有量Ｂとの質量比（Ａ／Ｂ）が１／１以上１／５以下である
前記＜１＞から＜３＞のいずれかに記載の導電性粘着シートである。
　＜５＞　前記第１の導電性フィラーの含有量が、前記粘着剤の固形分１００質量部に対
して、５質量部以上５０質量部以下である前記＜１＞から＜４＞のいずれかに記載の導電
性粘着シートである。
　＜６＞　前記第２の導電性フィラーの含有量が、前記粘着剤の固形分１００質量部に対
して、５質量部以上５０質量部以下である前記＜１＞から＜５＞のいずれかに記載の導電
性粘着シートである。
　＜７＞　前記粘着剤が（メタ）アクリル重合体を含有するアクリル系粘着剤である前記
＜１＞から＜６＞のいずれかに記載の導電性粘着シートである。
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　＜８＞　導電性基材を有する前記＜１＞から＜７＞のいずれかに記載の導電性粘着シー
トである。
　＜９＞　導電性粘着シートの一方の面に銅箔を貼付した後、１５ｍｍ幅×１００ｍｍ幅
のサイズに裁断し前記導電性粘着シートの他方の粘着剤層に２枚のスズメッキ板をそれぞ
れ貼付面積が１５ｍｍ×１５ｍｍとなるよう貼付して作製した試験片について、測定した
初期の抵抗値と、前記試験片を２３℃下で１６８時間放置した後測定した抵抗値とから求
めた、抵抗値の変化率［（１６８時間放置後の抵抗値／初期の抵抗値）×１００］が２５
０％以下である前記＜１＞から＜８＞のいずれかに記載の導電性粘着シートである。
　＜１０＞　電気又は電子機器の内部及び外部における電磁波シールド用及びアース用の
少なくともいずれかに用いられる前記＜１＞から＜９＞のいずれかに記載の導電性粘着シ
ートである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によると、高い接着力を保持しつつ、初期及び経時のいずれにおいても優れた導
電性を有する導電性粘着シートを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の導電性粘着シートの一例を示す概略断面図である。
【図２】図２は、本発明の導電性粘着シートの他の一例を示す概略断面図である。
【図３】図３は、本発明の導電性粘着シートの他の一例を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（導電性粘着シート）
　本発明の導電性粘着シートは、粘着剤層を有し、前記粘着剤層は、第１の導電性フィラ
ー、第２の導電性フィラー、及び粘着剤を含有する。
　前記導電性粘着シートは、前記粘着剤層以外にも、導電性基材及び剥離ライナーを有す
ることが好ましく、本発明の目的を損なわない範囲において、中間層、下塗り層等のその
他の層を有していてもよい。
【００１０】
　本発明者は、粘着剤層に金属粒子を添加した場合における経時での電気抵抗値の上昇を
抑制する手段について鋭意検討を重ねた結果、粘着剤層中に鱗片状の第１の導電性フィラ
ーと、該第１の導電性フィラーと形状が異なる第２の導電性フィラーとを併用することに
よって、互いに異なる形状の２種類の導電性フィラー）が相乗的に働き合って、粘着剤層
表面に出てくる導電性フィラーが少ないため高い粘着力を損なうことなく、粘着剤層内部
で２種類の導電性フィラーが多く接触することによって経時による接点の減少を抑制する
ことができ、初期及び経時のいずれにおいても優れた導電性を有する導電性粘着シートが
得られることを見出し、本発明をなすに至った。
【００１１】
　本発明の導電性粘着シートにおける「シート」とは、粘着剤層のみからなる形態、少な
くとも１層の粘着剤層を導電性基材上又は剥離ライナー上に有する形態を意味し、例えば
、毎葉、ロール状、薄板状、又は帯状（テープ状）等のすべての製品形態を含む。
　「導電性粘着シート」は、「導電性粘着テープ」、「導電性粘着フィルム」と称するこ
ともあるが、以下では、「導電性粘着シート」に統一して説明する。なお、導電性粘着シ
ートにおける粘着剤層の表面を「粘着面」と称する場合がある。
【００１２】
　本発明の導電性粘着シートは、シートの両面が粘着面となっている両面粘着型であって
もよいし、シートの片面のみが粘着面となっている片面粘着型であってもよい。
【００１３】
　両面粘着型の導電性粘着シートとしては、金属箔等の導電性基材を備えていない、いわ
ゆる基材レス導電性両面粘着シートであってもよいし、前記導電性基材を備えている、い
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わゆる基材付き導電性両面粘着シートであってもよい。
【００１４】
　前記基材レス導電性両面粘着シートとしては、例えば、図１に示すように、粘着剤層２
のみからなる導電性粘着シート１０が挙げられる。
　前記基材付き導電性両面粘着シートとしては、例えば、図２に示すように、導電性基材
１の両面にそれぞれ粘着剤層２が形成された導電性粘着シート１０が挙げられる。
【００１５】
　また、片面粘着型の導電性粘着シートとしては、例えば、図３に示すように、金属箔等
の導電性基材１の片面に、粘着剤層２が形成された導電性粘着シート１０が挙げられる。
図１～図３において、粘着剤層２中に含まれる第１の導電性フィラー３、第２の導電性フ
ィラー４が模式的に示されている。なお、図示を省略しているが、図１～図３において、
粘着剤層２の表面には、剥離ライナーを有することが好ましい。
【００１６】
＜粘着剤層＞
　粘着剤層は、導電性粘着シートの粘着面を提供しつつ、導電性（電気伝導性）を備える
層である。粘着剤層の粘着面が、被着体に貼り付けられると、導体等の被着体と粘着剤層
との間の電気的導通が確保される。
　前記粘着剤層は、第１の導電性フィラー、第２の導電性フィラー、及び粘着剤を含有し
、更に必要に応じてその他の成分を含有する。
【００１７】
＜＜粘着剤＞＞
　前記粘着剤層を構成する粘着剤としては、例えば、（メタ）アクリル系粘着剤、ウレタ
ン系粘着剤、ポリエステル系粘着剤、合成ゴム系粘着剤、天然ゴム系粘着剤、シリコーン
系粘着剤などが挙げられる。これらの中でも、高い接着力の点から、（メタ）アクリル系
粘着剤が好ましい。
【００１８】
－（メタ）アクリル系粘着剤－
　（メタ）アクリル系粘着剤は、（メタ）アクリル重合体を含有し、粘着付与樹脂及び架
橋剤を含有することが好ましく、更に必要に応じてその他の成分を含有する。
【００１９】
－（メタ）アクリル重合体－
　（メタ）アクリル重合体としては、炭素数１～１４の（メタ）アクリレートモノマーを
主たるモノマー成分とするアクリル共重合体が好適に挙げられる。
　炭素数１～１４の（メタ）アクリレートとしては、例えば、メチル（メタ）アクリレー
ト、エチル（メタ）アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ
）アクリレート、ｔ－ブチル（メタ）アクリレート、ｎ－ヘキシル（メタ）アクリレート
、ｎ－オクチル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、イソノニル
（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メ
タ）アクリレートなどが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上
を併用してもよい。これらの中でも、アルキル基の炭素数が４～１２の（メタ）アクリレ
ートが好ましく、炭素数が４～９の直鎖又は分岐構造を有する（メタ）アクリレートがよ
り好ましく、高い接着力を有する導電性粘着シートが得られる点から、ｎ－ブチルアクリ
レート、２－エチルヘキシルアクリレートが更に好ましい。
【００２０】
　（メタ）アクリル重合体中の炭素数１～１４の（メタ）アクリレートの含有量は、（メ
タ）アクリル重合体を構成するモノマー成分中の７０質量％以上９５質量％以下であるこ
とが好ましく、８０質量％以上９５質量％以下であることがより好ましい。
【００２１】
　前記アクリル重合体の製造に使用可能な単量体としては、前記したものの他に必要に応
じて高極性ビニル単量体を使用することができる。
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　前記高極性ビニル単量体としては、例えば、水酸基を有する（メタ）アクリル単量体、
カルボキシル基を有する（メタ）アクリル単量体、アミド基を有する（メタ）アクリル単
量体などが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用しても
よい。
【００２２】
　水酸基を有するビニル単量体としては、例えば、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリ
レート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）
アクリレート、６－ヒドロキシヘキシル（メタ）アクリレート等の（メタ）アクリル単量
体などが挙げられる。
【００２３】
　カルボキシル基を有するビニル単量体としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、
イタコン酸、マレイン酸、（メタ）アクリル酸２量体、クロトン酸、エチレンオキサイド
変性琥珀酸アクリレート等の（メタ）アクリル単量体などが挙げられる。これらの中でも
、アクリル酸を使用することが好ましい。
【００２４】
　アミド基を有するビニルとしては、例えば、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルカプロ
ラクタム、アクリロイルモルホリン、アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド
等の（メタ）アクリル単量体などが挙げられる。
【００２５】
　前記高極性ビニル単量体としては、前記したものの他に、酢酸ビニル、エチレンオキサ
イド変性琥珀酸アクリレート、２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルフォン酸等
のスルホン酸基含有単量体などを使用することができる。
【００２６】
　前記高極性ビニル単量体は、前記アクリル重合体の製造に使用する単量体の全量に対し
て１．５質量％以上２０質量％以下の範囲で使用することが好ましく、１．５質量％以上
１０質量％以下の範囲で使用することがより好ましく、２質量％以上８質量％以下の範囲
で使用することが、凝集力、保持力、接着性の点でバランスのとれた粘着剤層を形成でき
るため更に好ましい。
【００２７】
　前記高極性ビニル単量体のうち、前記水酸基を有するビニル単量体は、前記粘着剤とし
てイソシアネート系架橋剤を含有するものを使用する場合に、使用することが好ましい。
具体的には、前記水酸基を有するビニル単量体としては、例えば、２－ヒドロキシエチル
（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、６－ヒドロキシヘ
キシル（メタ）アクリレートなどが挙げられる。
　前記水酸基を有するビニル単量体は、前記アクリル重合体の製造に使用する単量体の全
量に対して、０．０１質量％以上１．０質量％以下の範囲で使用することが好ましく、０
．０３質量％以上０．３質量％以下の範囲で使用することがより好ましい。
【００２８】
　前記アクリル重合体は、前記単量体を溶液重合法、塊状重合法、懸濁重合法、乳化重合
法等の公知の重合方法で重合させることによって製造することができ、これらの中でも、
溶液重合法や塊状重合法で製造することが好ましい。
　前記重合の際には、必要に応じて、過酸化ベンゾイルや過酸化ラウロイル等の過酸化物
系熱重合開始剤、アゾビスイソブチルニトリル等のアゾの熱重合開始剤、アセトフェノン
系光重合開始剤、ベンゾインエーテル系光重合開始剤、ベンジルケタール系光重合開始剤
、アシルフォスフィンオキシド系光重合開始剤、ベンゾイン系光重合開始剤、ベンゾフェ
ノン系光重合開始剤等を使用することができる。
【００２９】
　上記の方法で得られる（メタ）アクリル重合体としては、重量平均分子量（Ｍｗ）が５
００,０００以上２,５００,０００以下であることが好ましく、７００,０００以上２,０
００,０００以下であることがより好ましく、９００,０００以上１,８００,０００以下で
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あることが更に好ましい。
　前記重量平均分子量は、ゲルパーミエッションクロマトグラフ（ＧＰＣ）法で測定され
る標準ポリスチレン換算での重量平均分子量である。
【００３０】
　ＧＰＣ法による分子量の測定は、東ソー株式会社製ＧＰＣ装置（ＨＬＣ－８３２９ＧＰ
Ｃ）を用いて以下の測定条件で測定される、スタンダードポリスチレン換算値である。
［測定条件］
　・サンプル濃度：０．５質量％（テトラヒドロフラン溶液）
　・サンプル注入量：１００μＬ
　・溶離液：ＴＨＦ（テトラヒドロフラン）
　・流速：１．０ｍＬ／分
　・測定温度：４０℃
　・本カラム：ＴＳＫｇｅｌ　ＧＭＨＨＲ－Ｈ（２０）２本
　・ガードカラム：ＴＳＫｇｅｌ　ＨＸＬ－Ｈ
　・検出器：示差屈折計
　・スタンダードポリスチレン分子量：１０,０００～２０,０００,０００（東ソー株式
会社製）
【００３１】
－粘着付与樹脂－
　前記（メタ）アクリル系粘着剤としては、被着体との密着性や面接着強度を向上させる
ため、粘着付与樹脂を含有するものを使用することが好ましい。
　前記粘着付与樹脂としては、例えば、ロジン系粘着付与樹脂、重合性ロジン系粘着付与
樹脂、重合性ロジンエステル系粘着付与樹脂、ロジンフェノール系粘着付与樹脂、安定化
ロジンエステル系粘着付与樹脂、不均化ロジンエステル系粘着付与樹脂、水添ロジンエス
テル系粘着付与樹脂、テルペン系粘着付与樹脂、テルペンフェノール系粘着付与樹脂、石
油樹脂系粘着付与樹脂、（メタ）アクリレート系粘着付与樹脂などを使用することができ
る。
【００３２】
　なかでも、前記粘着付与樹脂としては、不均化ロジンエステル系粘着付与樹脂、重合性
ロジンエステル系粘着付与樹脂、ロジンフェノール系粘着付与樹脂、水添ロジンエステル
系粘着付与樹脂、（メタ）アクリレート系樹脂、テルペンフェノール系樹脂を、単独又は
２種以上組み合わせ使用することが好ましい。
【００３３】
　前記粘着付与樹脂としては、３０℃以上１８０℃以下の軟化点を有するものを使用する
ことが好ましく、７０℃以上１４０℃以下の軟化点を有するものを使用することが、高い
接着性能を備えた粘着剤層を形成するうえでより好ましい。なお、（メタ）アクリレート
系の粘着付与樹脂を使用する場合には、そのガラス転移温度が３０℃以上２００℃以下の
ものを使用することが好ましく、５０℃以上１６０℃以下のものを使用することがより好
ましい。
【００３４】
　前記粘着付与樹脂は、前記（メタ）アクリル重合体１００質量部に対して５質量部以上
６５質量部以下の範囲で使用することが好ましく、８質量部以上５５質量部以下の範囲で
使用することが、被着体との密着性を確保しやすくいためより好ましい。
【００３５】
－架橋剤－
　前記（メタ）アクリル系粘着剤としては、粘着剤層の凝集力をより一層向上させるうえ
で、架橋剤を含有するものを使用することが好ましい。前記架橋剤としては、イソシアネ
ート系架橋剤、エポキシ系架橋剤、金属キレート系架橋剤、アジリジン系架橋剤等を使用
することができる。なかでも、架橋剤としては、アクリル重合体の製造後に混合し、架橋
反応を進行させるタイプの架橋剤が好ましく、アクリル重合体との反応性に富むイソシア
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ネート系架橋剤及びエポキシ系架橋剤を使用することが好ましい。
【００３６】
　前記イソシアネート系架橋剤としては、例えば、トリレンジイソシアネート、ナフチレ
ン－１，５－ジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジ
イソシアネート、キシリレンジイソシアネート、トリメチロールプロパン変性トリレンジ
イソシアネートなどが挙げられる。これらの中でも、３官能のポリイソシアネート系化合
物が好ましい。３官能のイソシアネート系化合物としては、例えば、トリレンジイソシア
ネート又はこれらのトリメチロールプロパン付加体、トリフェニルメタンイソシアネート
などが挙げられる。
【００３７】
　架橋度合いの指標として、粘着剤層をトルエンに２４時間浸漬した後の不溶分を測定す
るゲル分率の値が用いられる。粘着剤層のゲル分率は、１０質量％以上７０質量％以下で
あることが好ましく、２５質量％以上６５質量％以下であることがより好ましく、３５質
量％以上６０質量％以下であることが更に好ましく、４０質量％以上５５質量％以下であ
ることが特に好ましい。
【００３８】
　なお、ゲル分率は、下記の方法で測定された値を指す。剥離ライナー上に、乾燥後の厚
さが５０μｍになるように粘着剤を塗工し、１００℃で３分間乾燥し、４０℃で２日間エ
ージングしたものを５０ｍｍ角に切り取り、これを試料とする。次に、予め上記試料のト
ルエン浸漬前の質量（Ｇ１）を測定しておき、トルエン溶液中に２３℃で２４時間浸漬し
た後の試料のトルエン不溶解分を３００メッシュ金網で濾過することにより分離し、１１
０℃で１時間乾燥した後の残渣の質量（Ｇ２）を測定し、以下の式に従ってゲル分率が求
められる。なお、試料中の第１及び第２の導電性フィラーの質量（Ｇ３）は、試料の質量
（Ｇ１）と粘着剤の組成から算出する。
　ゲル分率（質量％）＝（Ｇ２－Ｇ３）／（Ｇ１－Ｇ３）×１００
【００３９】
＜第１の導電性フィラー＞
　第１の導電性フィラーは、鱗片状であり、鱗片状金属粒子、グラファイト、鱗片状基材
に金属被覆した鱗片状粒子などが挙げられる。
【００４０】
　前記鱗片状粒子は、薄片状粒子、平板状粒子、フレーク状粒子などと称されることもあ
る。
　本発明において、鱗片状粒子とは、略平坦な面を有し、かつ該略平坦な面に対して垂直
方向の厚さが略均一である粒子を意味する。また、前記鱗片状粒子とは、前記厚さが非常
に薄く、略平坦な面の長さが非常に長い形状の粒子を意味する。なお、略平坦な面の長さ
は、前記鱗片状粒子の投影面積と同じ投影面積を持つ円の直径である。
　略平坦な面の形状としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、長方形、正方形、略円形、略楕円形、略三角形、略四角形、略五角形、略六角形
、略七角形、略八角形等の多角形、ランダムな不定形などが挙げられる。これらの中でも
、略円形や略楕円形であることが好ましい。
【００４１】
　鱗片状金属粒子としては、例えば、ニッケル、鉄、クロム、コバルト、アルミニウム、
アンチモン、モリブデン、銅、銀、白金、金等の金属、半田、ステンレス等の合金からな
る鱗片状金属粒子などが挙げられる。
【００４２】
　グラファイトとしては、例えば、天然黒鉛、キッシュ黒鉛、人造黒鉛などが挙げられる
。なお、人造黒鉛は、異方性黒鉛であっても、等方性黒鉛であってもよく、これらの混合
物であってもよいが、機械的強度の観点から、等方性黒鉛であることが好ましい。また、
グラファイトは結晶性であっても非晶性であってもよく、これらの混合物であってもよい
。なお、グラファイトは、黒鉛を炭素繊維で強化した炭素繊維強化炭素複合材料（Ｃ／Ｃ
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コンポジット）であってもよい。
【００４３】
　鱗片状基材に金属被覆した鱗片状粒子における鱗片状基材としては、例えば、ガラス、
シリカ、アルミナ、雲母、ジルコニアなどが挙げられる。
　鱗片状基材に金属被覆した鱗片状粒子における基材の含有量は、５０質量％以上が好ま
しく、６５質量％以上がより好ましく、８０質量％以上が更に好ましい。
　鱗片状基材に金属を被覆する方法としては、例えば、金属メッキなどが挙げられる。金
属メッキに用いる金属としては、例えば、銀、金、白金、パラジウム、ニッケル、銅、ア
ルミニウムなどが挙げられる。鱗片状基材に金属被覆した鱗片状粒子における金属メッキ
の含有量は、１０質量％以上５０質量％以下が好ましく、１５質量％以上３０質量％以下
がより好ましい。
【００４４】
　鱗片状の第１の導電性フィラーにおいて、面積が最大となる面を主面としたとき、その
主面に対する平均厚さは０．５μｍ以上６．０μｍ以下が好ましく、１．０μｍ以上４．
０μｍ以下がより好ましい。
　鱗片状の第１の導電性フィラーの主面の平均粒子径は、特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択することができ、例えば、１０μｍ以上２００μｍ以下が好ましく、２０μｍ以
上１００μｍ以下がより好ましい。
　前記平均粒子径は、体積基準の粒度分布における５０％累積体積粒子径を示し、レーザ
ー回折・散乱法により測定される値である。例えば、日機装株式会社製のマイクロトラッ
クＭＴ３００ＩＩ、株式会社島津製作所のレーザー回折式粒度分布測定器ＳＡＬＤ－３０
００などが挙げられる。
　前記第１の導電性フィラーの主面の平均厚さに対する前記主面の平均粒子径の比率は、
１０以上１００以下が好ましく、２０以上８０以下がより好ましい。
　上記の主面に対する平均厚さ、平均粒子径、及び主面の平均厚さに対する主面の平均粒
子径の比率の範囲を満たすことによって、粘着シートの厚み方向（Ｚ軸方向）の導電性に
加え、平面方向（ＸＹ方向）の導電性に優れた導電性粘着シートが得られる。
【００４５】
　前記第１の導電性フィラーの含有量は、粘着剤の固形分１００質量部に対して、５５質
量部以下であり、５質量部以上５０質量部以下が好ましく、１０質量部以上４０質量部以
下がより好ましく、１５質量部以上４０質量部以下が更に好ましい。第１の導電性フィラ
ーの含有量を上記数値範囲とすることにより、高い接着力と初期及び経時での優れた導電
性とを両立することができる。
【００４６】
＜第２の導電性フィラー＞
　前記第２の導電性フィラーとしては、上記鱗片状である第１の導電性フィラーと形状が
異なり、導電性を有していれば特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、ニッケル、鉄、クロム、コバルト、アルミニウム、アンチモン、モリブデン、銅
、銀、白金、金等の金属、半田、ステンレス等の合金などが挙げられる。これらは、１種
単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
　これらの中でも、ニッケル、銅、銀が好ましく、カルボニル法で製造したニッケル粉が
より好ましい。
　カルボニル法で製造したニッケル粉としては、例えば、Ｖａｌｅ社製のＮｉ１２３（球
状）、Ｖａｌｅ社製のＮｉ２５５（フィラメント状）などが挙げられる。
【００４７】
　金属粒子の形状としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、球状、フィラメント状（数珠状）、フレーク状（薄片状）、スパイク状（毬栗状）
などが挙げられる。これらの中でも、粘着力の確保、及び粘着剤層中における金属粒子に
よる導電路の形成し易さの観点から、球状又はフィラメント状が好ましい。
【００４８】
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　金属粒子の粒子径としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる
が、粒子径ｄ４０は５μｍ以上３０μｍ以下が好ましく、１０μｍ以上２０μｍ以下がよ
り好ましい。
　粒子径ｄ７０は１０μｍ以上５０μｍ以下が好ましく、２０μｍ以上４０μｍ以下がよ
り好ましい。
　前記粒子径ｄ４０は体積粒度分布における４０％累積体積粒子径を指し、前記粒子径ｄ
７０は体積粒度分布における７０％累積体積粒子径を指し、レーザー解析・散乱法により
測定される値である。測定装置としては、例えば、日機装株式会社製マイクロトラックＭ
Ｔ３０００ＩＩ、株式会社島津製作所製レーザー回折式粒度分布測定器ＳＡＬＤ－３００
０などが挙げられる。
【００４９】
　前記数値範囲の粒子径ｄ４０及びｄ７０に調整する方法としては、例えば、金属粒子を
ジェットミルで粉砕する方法や篩等による篩分け法などが挙げられる。
【００５０】
　前記第２の導電性フィラーの含有量は、粘着剤の固形分１００質量部に対して、５質量
部以上５０質量部以下が好ましく、１０質量部以上４５質量部以下がより好ましく、１５
質量部以上４０質量部以下が更に好ましい。第２の導電性フィラーの含有量を上記範囲に
することで、高い接着力と初期及び経時での優れた導電性とを両立することができる。
【００５１】
　本発明においては、前記第１の導電性フィラーの前記粘着剤層中の含有量Ａと前記第２
の導電性フィラーの前記粘着剤層中の含有量Ｂとの質量比（Ａ／Ｂ）は、１／１以上１／
５以下が好ましく、１／１以上１／３以下がより好ましく、１／１以上１／２以下が更に
好ましい。
　前記質量比（Ａ／Ｂ）を上記範囲とすることによって、高い接着力と初期及び経時での
優れた導電性とを両立することができる。
【００５２】
　粘着剤層中に第１及び第２の導電性フィラーを分散する方法としては、例えば、（メタ
）アクリル重合体、第１及び第２の導電性フィラー、溶剤、添加剤等を分散撹拌機で分散
する方法が挙げられる。市販の分散撹拌機としては、株式会社井上製作所製ディゾルバー
、バタフライミキサー、ＢＤＭ２軸ミキサー、プラネタリーミキサーなどが挙げられる。
これらの中でも、撹拌中の粘着剤の増粘が少ない中程度のシェアをかけられるディゾルバ
ーやバタフライミキサーが好ましい。
【００５３】
＜その他の成分＞
　粘着剤層におけるその他の成分としては、例えば、架橋剤、老化防止剤、紫外線吸収剤
、充填剤、重合禁止剤、表面調整剤、帯電防止剤、消泡剤、粘度調整剤、耐光安定剤、耐
候安定剤、耐熱安定剤、酸化防止剤、レベリング剤、有機顔料、無機顔料、顔料分散剤、
可塑剤、軟化剤、難燃剤、金属不活性剤、シリカビーズ、有機ビーズ等の添加剤；酸化ケ
イ素、酸化アルミニウム、酸化チタン、ジルコニア、五酸化アンチモン等の無機系充填剤
などが挙げられる。
【００５４】
　本発明の導電性粘着テープは、例えば、剥離ライナー上又は導電性基材上に、ロールコ
ーターやダイコーター等を用いて前記粘着剤を塗布し、乾燥することによって製造するこ
とができる。また、剥離ライナー上に形成した粘着剤層と導電性基材を貼り合せる転写法
によって製造することができる。
　両面粘着テープは、予め離型ライナーの表面にロールコーター等を用いて前記粘着剤を
塗布し、乾燥することによって粘着剤層を形成し、次いで、前記粘着剤層を導電性基材の
両面に貼り合せる転写法によって製造することができる。
【００５５】
　剥離ライナー上に形成した粘着剤層と導電性基材を貼り合せる際には、熱ラミネートを
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することが、導電性基材と粘着剤層との優れた密着性を付与する観点から好ましい。熱ラ
ミネートの温度は６０℃以上１５０℃以下が好ましく、７０℃以上１３０℃以下がより好
ましく、８０℃以上１１０℃以下が密着性と導電性基材の収縮を抑制するうえで更に好ま
しい。
【００５６】
－剥離ライナー－
　剥離ライナーとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、クラフト紙、グラシン紙、上質紙等の紙類、ポリエチレン、ポリプロピレン（ＯＰＰ
、ＣＰＰ）、ポリエチレンテレフタレート等の樹脂フィルム、前記紙類と樹脂フィルムを
積層したラミネート紙、前記紙類にクレーやポリビニルアルコールなどで目止め処理を施
したものの片面もしくは両面に、シリコーン系樹脂等の剥離処理を施したものなどが挙げ
られる。
【００５７】
－導電性基材－
　本発明の導電性粘着シートに用いることができる導電性基材としては、金属箔基材や湿
式のポリエステル系不織布基材にメッキが施された導電性基材などが挙げられる。
　金属箔の材質としては、例えば、金、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、鉄、錫、又は
これらの合金などが挙げられる。これらの中でも、銅を含有する導電性基材が好ましく、
銅箔が導電性、加工性、及びコストの点からより好ましい。
【００５８】
　銅箔には防錆処理を施すことが好ましい。防錆処理の種類としては、有機防錆と無機防
錆が挙げられるが、そのなかでも、クロメート処理による無機防錆が最も好ましい。市販
の電解銅箔としては、福田金属箔粉工業株式会社製ＣＦ－Ｔ９ＦＺ－ＨＳ－１２（１２μ
ｍ：クロメート処理）やＣＦ－Ｔ９ＦＺ－ＨＳ－９（９μｍ：クロメート処理）などが挙
げられる。市販の圧延銅箔としては、日本製箔株式会社製ＴＣＵ－Ｈ－８－ＲＴ（８μｍ
：有機防錆処理）、ＪＸ日鉱日石金属株式会社製ＢＡＹ－６４Ｔ－ＤＴ（３５μｍ：クロ
メート処理）などが挙げられる。
【００５９】
　上記湿式のポリエステル系不織布基材にメッキが施された導電性基材としては、当該メ
ッキとして無電解金属メッキを使用したものである。メッキする金属としては、例えば、
銅、ニッケル、銀、白金、アルミニウムなどが挙げられる。これらの中でも、導電性及び
コストの点から、銅又はニッケルが好ましい。
【００６０】
　導電性基材の厚さは、１μｍ以上４０μｍ以下が好ましく、３μｍ以上３５μｍ以下が
より好ましく、６μｍ以上２５μｍ以下が更に好ましい。上記数値範囲であれば、薄型化
が可能であり、かつ加工性に優れるため好ましい。
【００６１】
　本発明の導電性粘着シートは、導電性基材を備えていない、いわゆる基材レス導電性粘
着シートであってもよいし、導電性基材を備えている、いわゆる基材付き導電性粘着シー
トであってもよい。
【００６２】
　基材レス導電性粘着シートは、粘着剤層のみからなり、粘着剤層の平均厚さが導電性粘
着シートの総厚さとなる。基材レス導電性粘着シートは剥離ライナー上に形成され、使用
時まで剥離ライナーが被覆されている。
　基材レス導電性粘着シートの平均厚さ（粘着剤層の平均厚さ）は、３０μｍ以下が好ま
しく、５μｍ以上２５μｍ以下がより好ましく、１０μｍ以上２０μｍ以下が更に好まし
い。上記数値範囲にある場合に、優れた接着性及び導電性と薄型とを両立することができ
る。
【００６３】
　基材付き導電性粘着シートの総厚さは、１００μｍ以下が好ましく、６５μｍ以下がよ
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り好ましく、５０μｍ以下が更に好ましい。上記範囲にあることで、接着性及び導電性を
確保しつつ、導電性粘着シートの薄型化を図ることができ、携帯電子機器の薄型化に貢献
できる。なお、導電性粘着シートの総厚みとは、剥離ライナーを含まない導電性粘着シー
ト自体の厚みである。
【００６４】
　本発明の導電性粘着シートは、前記導電性粘着シートを温度２３℃、湿度５０％ＲＨの
環境下で、ステンレス板（ＳＵＳ板）に対し、２ｋｇのローラーを使用して圧着回数一往
復で圧着し、１時間静置した後の３００ｍｍ／ｍｉｎでの１８０度剥離接着力は、５Ｎ／
２５ｍｍ以上であることが好ましい。
　上記範囲内であると、剥がれを抑制しやすく、また、製造工程における貼り合わせ不良
品において導電性粘着シートの剥離が可能となる。
【００６５】
　本発明の導電性粘着シートは、前記導電性粘着シートの一方の面に銅箔を貼付した後、
１５ｍｍ幅×１００ｍｍ幅のサイズに裁断し前記導電性粘着シートの他方の粘着剤層に２
枚のスズメッキ板をそれぞれ貼付面積が１５ｍｍ×１５ｍｍとなるよう貼付して作製した
試験片について、測定した初期の抵抗値と、前記試験片を２３℃下で１６８時間放置した
後測定した抵抗値とから求めた、抵抗値の変化率［（１６８時間放置後の抵抗値／初期の
抵抗値）×１００］が２５０％以下であることが好ましく、２００％以下がより好ましく
、１５０％以下が更に好ましい。
　前記抵抗値の変化率が２５０％以下であると、初期及び経時での優れた導電性を実現す
ることができる。
【００６６】
＜用途＞
　本発明の導電性粘着シートは、高い接着力と初期及び経時での優れた導電性とを両立す
ることができるので、例えば、電気又は電子機器等に用いる電磁波のシールド用、他の電
気、電子機器より発生する有害な空間電磁波のシールド用、静電気帯電防止のアース固定
用として有用である。これらの中でも、薄型化が進み、筐体内での容積制限が厳しい携帯
電子機器用途に好適に適用でき、特に、小型電子端末の内蔵部品に貼り付けて使用するの
に好適である。
【実施例】
【００６７】
　以下、本発明の実施例を説明するが、本発明は、これらの実施例に何ら限定されるもの
ではない。
【００６８】
（アクリル共重合体の合成例１）
＜アクリル共重合体（１）＞
　撹拌機、還流冷却器、温度計、滴下漏斗、及び窒素ガス導入口を備えた反応容器に、ｎ
－ブチルアクリレート９２質量部と、アクリル酸６質量部と、２－ヒドロキシエチルアク
リレート２質量部と、重合開始剤として２，２’－アゾビスイソブチルニトリル０．２質
量部とを酢酸エチル１００質量部に溶解し、窒素置換後、８０℃で８時間重合して重量平
均分子量７０万のアクリル共重合体（１）を得た。
【００６９】
　なお、前記重量平均分子量は、ゲルパーミエッションクロマトグラフ（ＧＰＣ）で測定
される標準ポリスチレン換算での重量平均分子量であり、以下の方法で測定した。
　ＧＰＣ法による分子量の測定は、東ソー株式会社製ＧＰＣ装置（ＨＬＣ－８３２９ＧＰ
Ｃ）を用いて、ポリスチレン換算値により、以下のＧＰＣ測定条件で測定して求めること
ができる。
［測定条件］
　・サンプル濃度：０．５質量％（テトラヒドロフラン溶液）
　・サンプル注入量：１００μＬ
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　・溶離液：テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）
　・流速：１．０ｍＬ／分
　・カラム温度（測定温度）：４０℃
　・本カラム：ＴＳＫｇｅｌ　ＧＭＨＨＲ－Ｈ（２０）２本
　・ガードカラム：東ソー株式会社製「ＴＳＫｇｅｌ　ＨＸＬ－Ｈ」
　・検出器：示差屈折計
　・スタンダードポリスチレン分子量：１０,０００～２０,０００,０００（東ソー株式
会社製）
【００７０】
（粘着剤の調製例１）
－粘着剤Ａの調製－
　前記アクリル共重合体（１）１００質量部に対して、重合性ロジンエステル系粘着付与
樹脂（Ｄ－１２５、荒川化学工業株式会社製）５質量部と、石油系粘着付与樹脂（ＦＴＲ
６１２５、三井化学株式会社製）１５質量部とを混合し、撹拌した後、酢酸エチルを加え
ることによって、固形分４０質量％の粘着剤Ａを得た。
【００７１】
（実施例１）
＜導電性粘着剤組成物Ａの製造＞
　前記粘着剤Ａ　１００質量部（固形分）に対して、第１の導電性フィラー（ガラスフレ
ーク粉に２０質量％の銀メッキを施した導電性粒子、鱗片状、主面の平均厚さ２μｍ、主
面の平均粒子径２５μｍ）３０質量部、第２の導電性フィラー（ニッケル、Ｎｉ２５５、
Ｖａｌｅ社製、フィラメント状、粒子径ｄ４０＝１７．２ｎｍ、粒子径ｄ７０＝３５．４
ｎｍ）３０質量部、バーノックＤ－４０（ＤＩＣ株式会社製、トリレンジイソシアネート
のトリメチロールプロパンアダクト体、イソシアネート基含有率７質量％、不揮発分４０
質量％）２質量部を配合し、酢酸エチルで固形分濃度を４０質量％に調整し、分散撹拌機
で混合して、導電性粘着剤組成物Ａを作製した。
【００７２】
＜導電性粘着シートの作製＞
　得られた導電性粘着剤組成物Ａを導電性基材（電解銅箔、平均厚さ１２μｍ）上に乾燥
後の平均厚さが２５μｍとなるようにコンマコーターで塗工し、８０℃の乾燥器中で２分
間乾燥させた後、４０℃で４８時間養生して、実施例１の導電性粘着シートを作製した。
【００７３】
（実施例２）
＜導電性粘着剤組成物Ｂの製造＞
　前記粘着剤Ａ　１００質量部（固形分）に対して、第１の導電性フィラー（ガラスフレ
ーク粉に２０質量％の銀メッキを施した導電性粒子、鱗片状、主面の平均厚さ２μｍ、主
面の平均粒子径２５μｍ）２０質量部、第２の導電性フィラー（ニッケル、Ｎｉ２５５、
Ｖａｌｅ社製、フィラメント状、粒子径ｄ４０＝１７．２ｎｍ、粒子径ｄ７０＝３５．４
ｎｍ）４０質量部、バーノックＤ－４０（ＤＩＣ株式会社製、トリレンジイソシアネート
のトリメチロールプロパンアダクト体、イソシアネート基含有率７質量％、不揮発分４０
質量％）２質量部を配合し、酢酸エチルで固形分濃度を４０質量％に調整し、分散撹拌機
で混合して、導電性粘着剤組成物Ｂを作製した。
【００７４】
＜導電性粘着シートの作製＞
　得られた導電性粘着剤組成物Ｂを導電性基材（電解銅箔、平均厚さ１２μｍ）上に乾燥
後の平均厚さが２５μｍとなるようにコンマコーターで塗工し、８０℃の乾燥器中で２分
間乾燥させた後、４０℃で４８時間養生して、実施例２の導電性粘着シートを作製した。
【００７５】
（実施例３）
＜導電性粘着剤組成物Ｃの製造＞
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　前記粘着剤Ａ　１００質量部（固形分）に対して、第１の導電性フィラー（ガラスフレ
ーク粉に２０質量％の銀メッキを施した導電性粒子、鱗片状、主面の平均厚さ２μｍ、主
面の平均粒子径２５μｍ）１０質量部、第２の導電性フィラー（ニッケル、Ｎｉ２５５、
Ｖａｌｅ社製、フィラメント状、粒子径ｄ４０＝１７．２ｎｍ、粒子径ｄ７０＝３５．４
ｎｍ）５０質量部、バーノックＤ－４０（ＤＩＣ株式会社製、トリレンジイソシアネート
のトリメチロールプロパンアダクト体、イソシアネート基含有率７質量％、不揮発分４０
質量％）２質量部を配合し、酢酸エチルで固形分濃度を４０質量％に調整し、分散撹拌機
で混合して、導電性粘着剤組成物Ｃを作製した。
【００７６】
＜導電性粘着シートの作製＞
　得られた導電性粘着剤組成物Ｃを導電性基材（電解銅箔、平均厚さ１２μｍ）上に乾燥
後の平均厚さが２５μｍとなるようにコンマコーターで塗工し、８０℃の乾燥器中で２分
間乾燥させた後、４０℃で４８時間養生して、実施例３の導電性粘着シートを作製した。
【００７７】
（実施例４）
＜導電性粘着剤組成物Ｄの製造＞
　前記粘着剤Ａ　１００質量部（固形分）に対して、第１の導電性フィラー（ガラスフレ
ーク粉に２０質量％の銀メッキを施した導電性粒子、鱗片状、主面の平均厚さ２μｍ、主
面の平均粒子径２５μｍ）４５質量部、第２の導電性フィラー（ニッケル、Ｎｉ２５５、
Ｖａｌｅ社製、フィラメント状、粒子径ｄ４０＝１７．２ｎｍ、粒子径ｄ７０＝３５．４
ｎｍ）４５質量部、バーノックＤ－４０（ＤＩＣ株式会社製、トリレンジイソシアネート
のトリメチロールプロパンアダクト体、イソシアネート基含有率７質量％、不揮発分４０
質量％）２質量部を配合し、酢酸エチルで固形分濃度を４０質量％に調整し、分散撹拌機
で混合して、導電性粘着剤組成物Ｄを作製した。
【００７８】
＜導電性粘着シートの作製＞
　得られた導電性粘着剤組成物Ｄを導電性基材（電解銅箔、平均厚さ１２μｍ）上に乾燥
後の平均厚さが２５μｍとなるようにコンマコーターで塗工し、８０℃の乾燥器中で２分
間乾燥させた後、４０℃で４８時間養生して、実施例４の導電性粘着シートを作製した。
【００７９】
（実施例５）
＜導電性粘着剤組成物Ｅの製造＞
　前記粘着剤Ａ　１００質量部（固形分）に対して、第１の導電性フィラー（ガラスフレ
ーク粉に２０質量％の銀メッキを施した導電性粒子、鱗片状、主面の平均厚さ２μｍ、主
面の平均粒子径２５μｍ）１５質量部、第２の導電性フィラー（ニッケル、Ｎｉ２５５、
Ｖａｌｅ社製、フィラメント状、粒子径ｄ４０＝１７．２ｎｍ、粒子径ｄ７０＝３５．４
ｎｍ）１５質量部、バーノックＤ－４０（ＤＩＣ株式会社製、トリレンジイソシアネート
のトリメチロールプロパンアダクト体、イソシアネート基含有率７質量％、不揮発分４０
質量％）２質量部を配合し、酢酸エチルで固形分濃度を４０質量％に調整し、分散撹拌機
で混合して、導電性粘着剤組成物Ｅを作製した。
【００８０】
＜導電性粘着シートの作製＞
　得られた導電性粘着剤組成物Ｅを導電性基材（電解銅箔、平均厚さ１２μｍ）上に乾燥
後の平均厚さが２５μｍとなるようにコンマコーターで塗工し、８０℃の乾燥器中で２分
間乾燥させた後、４０℃で４８時間養生して、実施例５の導電性粘着シートを作製した。
【００８１】
（実施例６）
＜導電性粘着剤組成物Ｆの製造＞
　前記粘着剤Ａ　１００質量部（固形分）に対して、第１の導電性フィラー（ニッケルフ
レーク粉、ＨＣＡ－１、Ｖａｌｅ社製、鱗片状、主面の平均厚さ２μｍ、主面の平均粒子
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径１２．５μｍ）３０質量部、第２の導電性フィラー（ニッケル、Ｎｉ２５５、Ｖａｌｅ
社製、フィラメント状、粒子径ｄ４０＝１７．２ｎｍ、粒子径ｄ７０＝３５．４ｎｍ）３
０質量部、バーノックＤ－４０（ＤＩＣ株式会社製、トリレンジイソシアネートのトリメ
チロールプロパンアダクト体、イソシアネート基含有率７質量％、不揮発分４０質量％）
２質量部を配合し、酢酸エチルで固形分濃度を４０質量％に調整し、分散撹拌機で混合し
て、導電性粘着剤組成物Ｆを作製した。
【００８２】
＜導電性粘着シートの作製＞
　得られた導電性粘着剤組成物Ｆを導電性基材（電解銅箔、平均厚さ１２μｍ）上に乾燥
後の平均厚さが２５μｍとなるようにコンマコーターで塗工し、８０℃の乾燥器中で２分
間乾燥させた後、４０℃で４８時間養生して、実施例６の導電性粘着シートを作製した。
【００８３】
（実施例７）
＜導電性粘着剤組成物Ｇの製造＞
　前記粘着剤Ａ　１００質量部（固形分）に対して、第１の導電性フィラー（ガラスフレ
ーク粉に２０質量％の銀メッキを施した導電性粒子、鱗片状、主面の平均厚さ２μｍ、主
面の平均粒子径２５μｍ）３０質量部、第２の導電性フィラー（ニッケル、Ｎｉ１２３、
Ｖａｌｅ社製、フィラメント状、粒子径ｄ４０＝８．２ｎｍ、粒子径ｄ７０＝１６．６ｎ
ｍ）３０質量部、バーノックＤ－４０（ＤＩＣ株式会社製、トリレンジイソシアネートの
トリメチロールプロパンアダクト体、イソシアネート基含有率７質量％、不揮発分４０質
量％）２質量部を配合し、酢酸エチルで固形分濃度を４０質量％に調整し、分散撹拌機で
混合して、導電性粘着剤組成物Ｇを作製した。
【００８４】
＜導電性粘着シートの作製＞
　得られた導電性粘着剤組成物Ｇを導電性基材（電解銅箔、平均厚さ１２μｍ）上に乾燥
後の平均厚さが２５μｍとなるようにコンマコーターで塗工し、８０℃の乾燥器中で２分
間乾燥させた後、４０℃で４８時間養生して、実施例７の導電性粘着シートを作製した。
【００８５】
（実施例８）
＜導電性粘着剤組成物Ｈの製造＞
　前記粘着剤Ａ　１００質量部（固形分）に対して、第１の導電性フィラー（ニッケルフ
レーク粉、ＨＣＡ－１、Ｖａｌｅ社製、鱗片状、主面の平均厚さ２μｍ、主面の平均粒子
径１２．５μｍ）３０質量部、第２の導電性フィラー（ニッケル、Ｎｉ１２３、Ｖａｌｅ
社製、フィラメント状、粒子径ｄ４０＝８．２ｎｍ、粒子径ｄ７０＝１６．６ｎｍ）３０
質量部、バーノックＤ－４０（ＤＩＣ株式会社製、トリレンジイソシアネートのトリメチ
ロールプロパンアダクト体、イソシアネート基含有率７質量％、不揮発分４０質量％）２
質量部を配合し、酢酸エチルで固形分濃度を４０質量％に調整し、分散撹拌機で混合して
、導電性粘着剤組成物Ｈを作製した。
【００８６】
＜導電性粘着シートの作製＞
　得られた導電性粘着剤組成物Ｈを導電性基材（電解銅箔、平均厚さ１２μｍ）上に乾燥
後の平均厚さが２５μｍとなるようにコンマコーターで塗工し、８０℃の乾燥器中で２分
間乾燥させた後、４０℃で４８時間養生して、実施例８の導電性粘着シートを作製した。
【００８７】
（実施例９）
＜導電性粘着剤組成物Ｉの製造＞
　前記粘着剤Ａ　１００質量部（固形分）に対して、第１の導電性フィラー（ガラスフレ
ーク粉に２０質量％の銀メッキを施した導電性粒子、鱗片状、主面の平均厚さ２μｍ、主
面の平均粒子径２５μｍ）１０質量部、第２の導電性フィラー（ニッケル、Ｎｉ２５５、
Ｖａｌｅ社製、フィラメント状、粒子径ｄ４０＝１７．２ｎｍ、粒子径ｄ７０＝３５．４
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ｎｍ）１０質量部、バーノックＤ－４０（ＤＩＣ株式会社製、トリレンジイソシアネート
のトリメチロールプロパンアダクト体、イソシアネート基含有率７質量％、不揮発分４０
質量％）２質量部を配合し、酢酸エチルで固形分濃度を４０質量％に調整し、分散撹拌機
で混合して、導電性粘着剤組成物Ｉを作製した。
【００８８】
＜導電性粘着シートの作製＞
　得られた導電性粘着剤組成物Ｉを導電性基材（電解銅箔、平均厚さ１２μｍ）上に乾燥
後の平均厚さが２５μｍとなるようにコンマコーターで塗工し、８０℃の乾燥器中で２分
間乾燥させた後、４０℃で４８時間養生して、実施例９の導電性粘着シートを作製した。
【００８９】
（比較例１）
＜導電性粘着剤組成物Ｊの製造＞
　前記粘着剤Ａ　１００質量部（固形分）に対して、第２の導電性フィラー（ニッケル、
Ｎｉ２５５、Ｖａｌｅ社製、フィラメント状、粒子径ｄ４０＝１７．２ｎｍ、粒子径ｄ７
０＝３５．４ｎｍ）３０質量部、バーノックＤ－４０（ＤＩＣ株式会社製、トリレンジイ
ソシアネートのトリメチロールプロパンアダクト体、イソシアネート基含有率７質量％、
不揮発分４０質量％）２質量部を配合し、酢酸エチルで固形分濃度を４０質量％に調整し
、分散撹拌機で混合して、導電性粘着剤組成物Ｊを作製した。
【００９０】
＜導電性粘着シートの作製＞
　得られた導電性粘着剤組成物Ｊを導電性基材（電解銅箔、平均厚さ１２μｍ）上に乾燥
後の平均厚さが２５μｍとなるようにコンマコーターで塗工し、８０℃の乾燥器中で２分
間乾燥させた後、４０℃で４８時間養生して、比較例１の導電性粘着シートを作製した。
【００９１】
（比較例２）
＜導電性粘着剤組成物Ｋの製造＞
　前記粘着剤Ａ　１００質量部（固形分）に対して、第１の導電性フィラー（ガラスフレ
ーク粉に２０質量％の銀メッキを施した導電性粒子、鱗片状、主面の平均厚さ２μｍ、主
面の平均粒子径２５μｍ）３０質量部、バーノックＤ－４０（ＤＩＣ株式会社製、トリレ
ンジイソシアネートのトリメチロールプロパンアダクト体、イソシアネート基含有率７質
量％、不揮発分４０質量％）２質量部を配合し、酢酸エチルで固形分濃度を４０質量％に
調整し、分散撹拌機で混合して、導電性粘着剤組成物Ｋを作製した。
【００９２】
＜導電性粘着シートの作製＞
　得られた導電性粘着剤組成物Ｋを導電性基材（電解銅箔、平均厚さ１２μｍ）上に乾燥
後の平均厚さが２５μｍとなるようにコンマコーターで塗工し、８０℃の乾燥器中で２分
間乾燥させた後、４０℃で４８時間養生して、比較例２の導電性粘着シートを作製した。
【００９３】
（比較例３）
＜導電性粘着剤組成物Ｌの製造＞
　前記粘着剤Ａ　１００質量部（固形分）に対して、第１の導電性フィラー（ガラスフレ
ーク粉に２０質量％の銀メッキを施した導電性粒子、鱗片状、主面の平均厚さ２μｍ、主
面の平均粒子径２５μｍ）６０質量部、第２の導電性フィラー（ニッケル、Ｎｉ２５５、
Ｖａｌｅ社製、フィラメント状、粒子径ｄ４０＝１７．２ｎｍ、粒子径ｄ７０＝３５．４
ｎｍ）６０質量部、バーノックＤ－４０（ＤＩＣ株式会社製、トリレンジイソシアネート
のトリメチロールプロパンアダクト体、イソシアネート基含有率７質量％、不揮発分４０
質量％）２質量部を配合し、酢酸エチルで固形分濃度を４０質量％に調整し、分散撹拌機
で混合して、導電性粘着剤組成物Ｌを作製した。
【００９４】
＜導電性粘着シートの作製＞
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　得られた導電性粘着剤組成物Ｌを導電性基材（電解銅箔、平均厚さ１２μｍ）上に乾燥
後の平均厚さが２５μｍとなるようにコンマコーターで塗工し、８０℃の乾燥器中で２分
間乾燥させた後、４０℃で４８時間養生して、比較例３の導電性粘着シートを作製した。
【００９５】
　次に、得られた実施例１～９及び比較例１～３の導電性粘着シートについて、以下のよ
うにして、諸特性を評価した。結果を表１～表３に示した。
【００９６】
＜導電性粘着シートの平均厚さの測定＞
　各導電性粘着シートの平均厚さは、該導電性粘着シートについて株式会社尾崎製作所製
のダイヤルシクネスゲージＧ型を用いて長さ方向に１００ｍｍ間隔で５箇所の厚さを測定
した平均値である。
【００９７】
＜接着力の評価方法＞
　導電性粘着シートの接着力は、ＪＩＳ－Ｚ０２３７（２０００）の１８０度引き剥がし
接着力の試験方法に従って下記の手順により求めた。
　実施例及び比較例で得た導電性粘着シートを、幅２５ｍｍの大きさに裁断した。
　次に、前記導電性粘着シートの片面側の粘着剤層を、厚さ２５μｍのポリエステルフィ
ルムで裏打ちした。
　次に、環境温度２３℃及び湿度５０％ＲＨの条件下、前記裏打ちされた導電性粘着シー
トを、ステンレス板（ＳＵＳ板）に貼付し、その上面を２ｋｇのローラーで１往復しそれ
らを圧着させ、その後、上記温度下に１時間放置したものを試験片とした。
　前記試験片を、テンシロン万能引張試験機（オリエンテック株式会社製、ＲＴＡ１００
）を用い、上記と同一の温度湿度条件下、で３００ｍｍ／ｍｉｎの速度で引き剥がすこと
によって、１８０度引き剥がし接着力を測定した。前記接着力が５Ｎ／２５ｍｍ以上であ
る場合を、接着性に優れるものと評価した。
【００９８】
＜導電性の評価方法＞
　導電性粘着シートの一方の面に、銅箔（厚さ１２μｍ）を貼付した。１５ｍｍ幅×１０
０ｍｍ幅のサイズに導電性粘着シートを裁断した。裁断した導電性粘着シートの他方の粘
着剤層を２枚のスズメッキ板に、それぞれ貼付面積が１５ｍｍ×１５ｍｍとなるよう貼付
して試験片を作製した。２３℃及び５０％ＲＨの環境下、スズメッキ面の導電性粘着シー
ト貼付位置から約１００ｍｍ離れた位置に端子を接続し、抵抗率計（Ｌｏｒｅｓｔａ－Ｇ
Ｐ　ＭＣＰ－Ｔ６００、三菱化学株式会社製）を用いて１０μＡの電流を流し、初期の抵
抗値を測定した。
　作製した試験片を２３℃下で１６８時間放置した後、前記同様に抵抗値を測定した。１
６８時間後の抵抗値が１００ｍΩ以下であり、かつ抵抗値の変化率（１６８時間放置後の
抵抗値／初期の抵抗値）×１００が２５０％以下である場合を、導電性に優れるものと評
価した。
【００９９】
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【表１】

【０１００】
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【表２】

【０１０１】
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【表３】

【符号の説明】
【０１０２】
　　　１　　　導電性基材
　　　２　　　粘着剤層
　　　３　　　第１の導電性フィラー
　　　４　　　第２の導電性フィラー
　　１０　　　導電性粘着シート
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